MeBtechnik

1000MHz-Hochfrequenz-
generator HFG 9000 Teil 7

Mit diesem siebten Teil des Artikels schlieBen wir die ausfiihrliche
Beschreibung des Nachbaus des HFG 9000 ab.

Allgemeines

Nachdem wir im vorherigen Teil den
Aufbau der Front- und Zusatzplatine be-
schrieben haben, wenden wir uns in die-
sem abschlieenden Teil der Artikelserie
dem Aufbau der Basisplatine zu und be-
schreiben anschlieBend die Inbetrieb-
nahme und die Gehdusemontage des
HFG 9000.

Die Basisplatine trigt alle Komponen-
tender Signalerzeugung und -aufbereitung
fiir den umfangreichen Frequenzbereich
des Hochfrequenz-Signalgenerators von
0,1 Hz bis 1040 MHz. Fiir die Signalverar-
beitung bei Frequenzen bis tiber 1 GHz ist
die Verwendung von SMD-Bauelementen
unumgéinglich, daher ist der gesamte kriti-
sche Signalweg mit SMD-Komponenten
realisiert.

Beim Einbau der zum Teil sehr emp-
findlichen aktiven SMD-Bauelemente ist
besondere Vorsicht geboten. Unsachge-
mife, d. h. zu lange oder zu heifle Lotun-
gen fiihren zur Zerstérung des Bauelemen-
tes. Die besonders empfindlichen HF-Bau-
teile, die bei den Bestiickungsarbeiten ex-
trem sorgfiltig zu behandeln sind, werden
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wir im Verlauf des Bestiickungsvorganges
besonders erwihnen.

Da im HFG 9000 Signale bis in den
GHz-Bereich verarbeitet werden, muf3 beim
Aufbau unbedingt auf einwandfreie Lo-
tungen geachtet werden. Vor allem sollte
man beim Einloten der Bauteile darauf
achten, daf} die Durchkontaktierungen, die
keine Bauteile aufnehmen, nicht mit Lot-
zinn ,,vollaufen®.

Die Basisplatine ist zwar als doppelsei-
tige, durchkontaktierte Platine ausgefiihrt,
die Lotseite ist aber zum grofiten Teil als
Massefldache ausgelegt. Dies istim Bereich
der Signalfiihrung im HF-Teil auch zwin-
gend erforderlich, da diese Masse in Ver-
bindung mit der entsprechenden Leiter-
bahn auf der Bestiickungsseite als HF-
Leitung zu sehen ist.

Die groe Anzahl an Durchkontaktie-
rungen ist notwendig, um eine niederoh-
mige und vor allem induktivititsarme Ver-
bindung von der bestiickungsseitigen Mas-
se mit der Masse auf der Lotseite zu ge-
wihrleisten.

Beim Aufbau der Basisplatine sollte
besonders sorgfiltig vorgegangen wer-
den, da sich etwaige Unzuldnglichkeiten
beim Aufbau sofort auf die Signalqualitit

des HF-Ausgangssignales auswirken kon-
nen.

Aufbau der Basisplatine

Die Bestiickung der Basisplatine erfolgt
in gewohnter Weise anhand des Bestiik-
kungsdruckes und der Stiickliste, wobei
auch das abgebildete Platinenfoto hilfrei-
che Zusatzinformationen liefern kann.

Wir beginnen die Bestiickungsarbeiten
mit dem Einbau der SMD-Bauteile. Es
werden zuerst die SMD-Kondensatoren
bestiickt, wobei besondere Aufmerksam-
keit gefordert ist, da diese Bauteile keinen
Wertaufdruck besitzen. Bestiickungsfeh-
ler sind somit nicht zu erkennen, und eine
Bestimmung des Wertes ist nur durch ex-
plizites Ausmessen moglich.

Die Koppelkapazititen im HF-Signal-
weg sind tiberwiegend durch die Parallel-
schaltung von zwei Einzelkapazititen rea-
lisiert. Dies hat den Vorteil, da} diese bei-
den Kondensatoren der Bauform 0805, die
direkt nebeneinander einzul6ten sind, so
die Breite der 50€Q2-Leiterbahn erreichen
und eine optimierte Signaliibertragung ge-
wihrleisten.

Die SMD-Elektrolyt-Kondensatoren
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Ansicht der fertig bestiickten Basisplatine (OriginalgréBe: 337 mm x 194 mm)
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Stiickliste: Hochfrequenz-Generator HFG 9000

Widerstéande:
2,78 et R215,R217
ATCY e s R218

22Q/SMD ... ..R34,R64, R544
27Q/SMD ......ccocovviiiiiiiniicinne R54,R172
33Q/SMD RI98A, R98B, R99A, R99B,
R105A, R105B, R106A, R106B

36Q2/SMD .......coviviiiiiiiiiiciiinns R109,R117
39Q/SMD ............R04, R14, R24, R44, R100
47Q/SMD .........ccceueuee. R20A, R30A, R40A,
R50A, R60A, R101, R102, R201

4T s R223-R225, R233, R234
SIQ/SMD ... R602, R603
68CQ2/SMD ROOA, R10A,
R104A,R104B,R111,R118

TSQ/SMD .....cocuviiiiiiiiiiinns R107,R114
82Q/SMD ......ccceviiiiiiinee RO6, R16, R26,
R36, R46, R56, R66

100Q/SMD ............... R96, R97,R119, R120,
R170,R171,R200, R235A, R235B
120Q/SMD .....ccoviiiiiiicirciennen R108, R115
150Q/SMD ......ccoeiiiiiiiiiccnne R110,R116
150Q ... R216, R220, R221
220Q/SMD ......ccouiiiiiiiiiiiiciccns R530
270Q ..o R228, R229
330Q/SMD . . R163,R166, R168, R187

390Q/SMD
470Q/SMD .......cccceuvueennnnee R90 R604, R605
680€2/SMD . R60B, R124, R540
68002 ... R304
820Q/SMD ..............c.... R09, R19, R29, R39,
R49, R59, R69, R600, R601
1kQ/SMD ........coeucunee R82-R89, R91, R92,
R164,R167,R169, R188,R535, R541

.R322,R323; R703

1,5kQ/SMD ........ccceeeuueee R50B, R162, R165,
R184,R186, R334, R336-R339,
R365, R366, R542, R546, R547

LSKE (o R202-R207
2,2kQ/SMD ......cccceiviiiiiiinnne R126, R130,
R134,R138,R142,

R146, R150, R154, R158, R607

2,2KE e R308
2,4KQ/SMD ......coeuviviiiiiiiiiiiiine R40B
2,7kQ/SMD RO5, R15, R25,
R35, R45, R55, R65

33K i R178, R226,
R227,R300, R301, R333

3,9kQ/SMD ............. ROOB, RO1, R10B, R11,
R20B, R21, R30B, R31, R41, R51, R61

........ R230, R231, R303

03,R13,R23, R33, R43,

R53,R63, R94, R176, R335, R532

47K e R309, R310, R325
5,6KQ/SMD .....ccoovimiiiiiiiiiiiiciecins R93
5,6KQ .o R222, R352
8,2kQ/SMD .........ccc.... R02, RO8, R12, R18,

R22,R28, R32, R38, R42, R48,
R52, R58, R62, R68, R536, R539

........ R330

128, R132,

R136, R140, R144, R148,

R152,R156, R160, R531, R533

TOK D .o R302
12KQ oo R311, R332, R363
15KQ/SMD .....ccoovvviviviiriiiine R81A, R81B
18kQ........... ..R329A, R353
20K/SMD .....cooovviiiiiiiiiiiiciieiee R545
22kQ/SMD ........cccoeuvunns R127,R131, R135,

R139,R143,R147,R151, R155, R159
R361

. R534

R328

33kQ/SMD R125,R129, R133, R137, R141,
R145,R149,R153, R157

33K e R351
36KE/SMD ... R210

ATRQ .o R307,R329B
56kQ....... .R179, R320, R327
68KQ/SMD .....c.cooviviiiiiiiiiiiciiieee R606

............................. R331
80A, R80B, R173, R174
................... R305, R306

........ R321

PT10, liegend, 1k< ..

PT10, liegend, 2,5k .................. R537, R538
PT10, liegend, 10kQ2 .... ..R180, R362
PT10, liegend, S0k .......ccccoveueueennnne. R350,
R354, R360, R364
Spindel-Trimmer, 100 ..........cccccceuneee R232
Kondensatoren:
1pF/SMD ......ccovvueuennene
1,8pF/SMD .
1,8pF/ker ....
2,2pF/SMD .
3,3pF/SMD .
6,8pF/SMD .
10pF/SMD ..
TOPE/KET e
12pF/SMD
22pF/SMD
27pF/SMD
33pF/SMD ..
33pF/ker .....
39pF/SMD ..
4TpF/SMD.......ooiivieiiireeenns C58A, C58B
68pF/SMD ..........cceucne. C03, C13,C23,C33
100pF/SMD............... C25, C45, C48A, C48B,
C52A, C62A, C530
150pF/SMD.......cccooviiueiinienene C05, C15, C35
180pF/SMD. ... C50A, C104, C122
220pF/SMD ... . C86A, C86B, C92
330pF/SMD .....ccooveuiiieieiieieieeeeeieeeas C60A
470pF/SMD............... C52B, C69, C95, C121,
C130-C138,C171
680pF/SMD............ Co07, C17, C27,C37, C38,
C40A, C47, C57, C67, C616, C619, C622
820pF/SMD..................... C85A, C85B, C170

InF/SMD ..... C28, C32, C36, C42, C46, C56,
C59, C66, C83, C89, C0A, CI0B,

C93A, C93B, C94A, C94B, C96, C97,
CI98A, C98B, C99A, C99B,C100A,

C100B, C101A, C101B, C103, C172, C177,
C600A, C600B, C601-C603, C607, C609

InF .o C223, C309
2,2nF/SMD ......cccocevuiiinnnnn. C08, C18, C604
2,20F e C306
3,3nF/SMD........ccccceuunenne. C84, C208, C522,

C525, C606, C615, C618, C621
4,70F/SMD .C22, C26, C49
4T0F e C212
S,6n0F/SMD ..o C88
10nF/SMD ............... CO00A, C00B, CO01, C02,

C06, C09, C10A, C10B, Cl11, C12,
C16, C19, C20A, C20B, C21, C29,
C30A, C30B, C31, C39, C40B, C41,
C50B, C51, C60B, C61, C82, C87, C91
C224, C225
..C303, C304
2 ..C300, C301
....................................................... C302
100nF/SMD  C80, C81, C119, C120, C173,
C176, C178, C200, C201, C203,

C205, C207, C209, C215, C216, C218-
C220, C222, C310-C313, C352, C362,

C521, C524, C526, C528, C532-

C534, C538, C563-C566, C605,

C611-C614, C617, C620, C741, C742

C305

C700

..C180, C211

IUF/16V/SMD .......cccoovvvivvnnnnnn. C174, C175
TUF/100V ..o C179, C221, C227,
C228, C351, C361

4 TUF/63V .o C529, C531
1OUF/16V/SMD ......cccooevieiiiiiiiiiinnne C102

10uF/25V ...C110, C111, C202, C204, C206,
C217, €520, C523, €527, C610,C740, C743
ATUE/LOV oeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeenene C210

Halbleiter:

LMB324 oo IC1,IC2
BARGOO ....coieiieeieeeeeeeeeee e 1C3
IVA05208/SMD ... 1C4
INATO386/SMD .....coocvvevereereeeeereeererens 1C5
AT260/SMD .....c.ooieiiieeeeeieeeeeeeeeeas 1Co6
OP07/SMD . ... IC7
TLC271 ......

MAXO038 .

MAX674 .

74HC595 .
AD7840 ...

.. TO1, T11, T21, T31, T41

BF5609 .....ooiiiiiiiiiiiicice T20, T30, T40
BFTO2 ..o T50, T60
BFRO3A ... T51, T61
BC848 ..o T104-T112, T114, T116,

T150, T301-T303, T360, T508
BC858 ... .. T113, T115, T117, T118
BF199 .o T200-T202
BF245C ..o T300
BIAL S5 N———— D04, D05, D14, D15,

D24-D26, D34, D35, D44, D45,

D54-D56, D64-D67, D600, D601

LLA4148 ....... D06, D16, D22, D32, D42, D52,
D62, D100-D106, D113, D114

BBSIS o D40, D41, D50, D51
BB619 D30, D31
BB620 . . -D13, D20, D21
BBS8I1 ..o D60, D61

BZV55C10/SMD .. ..D115-D118
HSMS2850 .....ooviiiiiiiiiiiiiicicieinne D150

Sonstiges:
Spule, 22uH, SMD . L00, L01, L10, L11, L100
Spule, 10uH, SMD ........ L20, L21, L30, L31,
L40, L41, L50, L51, L60, L61, L81,
L90-L92, L.200-L204, L500, L501
Spule, IuH, SMD .......cccccvveueuinenee L80, L93
HF-Relais, UM1-12W-K................ REI-RE6
BNC-Einbaubuchse........................
Stiftleiste, 2 x 7polig ....
Stiftleiste, 2 x 8polig ....

Sicherung 315maA, trige .. . SI1
Shadow-Netzschalter .... .51
Netzschraubklemmleiste ...........cccevuenee KL1

1 IC-Kiihlkorper mit Haltebiigel

1 Platinensicherungshalter (2 Hilften)

1 Sicherungsschutzhaube

1 Adapterstiick fiir Shadow-Netzschalter

1 Verldngerungsachse fiir Shadow-Netzschalter

1 Druckknopf, 7,2mm @&

1 Netzkabeldurchfiihrung mit
Knickschutztiille, grau

1 Kabelbinder, 90mm

2 Aderendhiilsen, 0,75mm?

1 Netzkabel grau, 3adrig

1 Zugentlastungsschelle

2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 12mm

2 Muttern, M3

2 Ficherscheiben, M3

1 Lotose, 3,2mm, 3fach

5 cm flexible Leitung, 1,5mm?, griin/gelb

25 c¢m Schaltdraht, blank, versilbert, 0,8mm @

160 cm Cu-Lackdraht, 0,65mm @

1 Abschirmgehiuse, komplett

80cm Kunststoff-Profilschiene fiir Abschirm-

deckel

1 Wirmeleitpaste
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C 102, C 174 und C 175 miissen unter Be-
achtung der richtigen Polaritit eingebaut
werden, dabei kennzeichnet die Markie-
rung auf dem Bauteil den Pluspol der El-
kos. Danach werden die SMD-Widerstidn-
deund anschlieend die SMD-Induktivita-
ten bestiickt, wobei der Einbau der
Schwingkreisinduktivititen LX3 der Os-
zillatoren spiter erfolgt.

Imnéchsten Arbeitsschritt beginnen wir
mit der Bestiickung der aktiven SMD-
Bauteile. Es sind zuerst die Schalt- und
Z-Dioden einzuloten. Danach werden die
PIN-Dioden und Kapazititsdioden be-
stiickt. Beim folgenden Einbau der De-
tektor-Diode D150 ist besondere Vor-
sicht geboten, da es sich hierbei um ein
sehr empfindliches HF-Bauelement in
bezug auf eine thermische Uberbeanspru-
chung handelt. Beim Einbau aller Dioden
ist jeweils auf die richtige Polaritit zu
achten, d. h. der Kathodenring auf dem
Bauelement muf3 mitdem im Bestiickungs-
druck gezeigten Symbol iibereinstimmen.
Die richtige Einbaulage der anschlieBend
zu bestiickenden SMD-Transistoren ist
durch die Anordnung der Lotpads vorge-
geben.

Alsdann sind die SMD-ICs IC 3 bis IC 7
und IC 602 zu bestiicken. Die Punkt-Mar-
kierung auf den entsprechenden Bauteilen
kennzeichnet hierbei immer den Pin 1 des
Bauelementes (bei IC 3 ist das breitere
AnschluB3bein Pin 1). Diese muf3 dann mit
der entsprechenden Markierung im Be-
stiickungsdruck tibereinstimmen.

Die SMD-ICs sind aufgrund ihrer klei-
nen Bauform und der damit verbundenen
begrenzten Warmeableitfahigkeit vorsich-
tig einzuloten. Besondere Beachtung gilt
dem GaAs-Dampfungssteller IC 6, da die-
ses Bauteil einen Pin-Abstand von nur
0,65 mm besitzt und somit bei der Létung
sehr leicht Kurzschliisse zwischen den An-
schluBpins entstehen konnen. Damit ist die
Bestiickung der SMD-Bauelemente abge-
schlossen, und wir wenden uns nun den
bedrahteten Bauteilen zu.

Hier beginnen wir wie iiblich mit den
niedrigen Bauteilen wie Widerstinde, Di-
oden, Trimmer und Kondensatoren, die in
angegebener Reihenfolge zu bestiicken
sind. Beim Einbau der Dioden und der
Elkos ist dabei die richtige Polaritit zu
beachten. Alsdann konnen die bedrahteten
Transistoren T 200 bis T 202 und der FET
T 300 bestiickt werden.

Beim nun folgenden Einléten der be-
drahteten ICs ist unbedingt auf die richtige
Einbaulage zu achten. Als Orientierungs-
hilfe dient hierzu die Gehiusekerbe, die
mit dem Symbol im Bestiickungsdruck
tibereinstimmen muf3. Um eine ausreichen-
de Wirmeabfuhr von IC 12 gewihrleisten
zu konnen, mufl dieses IC durch einen
Kiihlkorper, der mit dem zugehorigen Hal-
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Tabelle 2: Daten der Oszillatorinduktivitaten

Induktivitit Draht
L 03 0,65mm Cu-Lack-Draht
L 13 0,65mm Cu-Lack-Draht
L23 0,65mm Cu-Lack-Draht
L33 0,8mm Silberdraht
L 43 0,8mm Silberdraht
L 53 0,8mm Silberdraht
L 63 0,8mm Silberdraht

tebiigel befestigt wird, gekiihlt werden.
Danach konnen die HF-Relais RE 1 bisRE 6
eingeldtet werden.

Imnéchsten Arbeitsschritt sind die zwei-
reihigen Stiftleisten ST 11 bis ST 14 zu
bestiicken. Diese sind vorher auf die rich-
tige Pinanzahl zu kiirzen, dann mit den
kurzen Pins in die Platine einzustecken
und auf der Unterseite zu verloten. In die
Position ST 15 wird der Leiterplattenver-
binder der 10poligen Verbindungsleitung,
die im vorherigen Artikel beschrieben
wurde, eingesetzt. Danach werden der Netz-
schalter, die Netzschraubklemmleiste und
der Platinensicherungshalter bestiickt. Letz-
terer wird gleich mit der Feinsicherung
versehen und durch die aufzusteckende
Abdeckhaube beriihrungssicher gemacht.

Bevor wir nun zum Aufbau des Ab-
schirmgehéduses kommen, sollte zuvor die
Platine auf Bestiickungsfehler, Lotzinn-
briicken und kalte Lotstellen hin unter-
sucht werden, da diese Kontrolle mit den
montierten Blechen nur unter erschwerten
Bedingungen moglich ist. Den Aufbau des
Abschirmgehiuses beginnen wir mit dem
Einbau der BNC-Buchsen in das vordere
Abschirmblech. Dieses Seitenteil des Ab-
schirmgehiuses ist dann mit den eingebau-
ten Buchsen so an die Platine zu setzen, da3
die ,,heiBen Anschliisse” (Mittenkontakt)
der BNC-Buchsen plan auf den entspre-
chenden Pads auf der Basisplatine auflie-
gen. Durch zwei Punktldtungen wird das
Abschirmblech fixiert.

Danach sind die iibrigen Teile des Ab-
schirmgehduses aufzuloten, wobei zuerst
die duBeren Seitenteile montiert werden
miissen. Alsdann sind die Innenwénde des
Gehduses so zu positionieren, daf} sich die
Aussparungen in den Blechteilen genau
oberhalb der entsprechenden 50Q-Leiter-
bahnen befinden, bevor sie durch kleine
Punktlétungen provisorisch befestigt wer-
den. Wenn alle Teile soweit aufgebaut sind
und die korrekte Positionierung nochmals
gepriift ist, werden alle Abschirmbleche
unter Zugabe von reichlich Lotzinn zuerst
auf der Basisplatine festgelotet und an-
schlieBend an den Stokanten miteinander
verlotet. Dabei ist darauf zu achten, daf}

Spulen-@ Windungszahl
10 mm 30,5
7 mm 15,5
5 mm 10,5
5 mm 4,5
7 mm 1,5
7 mm 0,5
7 mm Drahtbiigel

keine Lotzinnbriicken zu den zum Teil sehr
dicht an der Abschirmung liegenden Bau-
teilen oder Leiterbahnen entstehen.

Nachdem das Abschirmgehiuse soweit
montiert ist, sind die Oszillatorinduktivité-
ten LX3 einzubauen. Diese sind als gewik-
kelte Luftspulen ausgefiihrt und miissen so-
mit separat angefertigt werden. Dazu ist der
vorgesehene Draht auf den Schaft eines
Bohrers mit entsprechendem Durchmesser
aufzuwickeln. Die hierfiir benotigten Spu-
lendaten sind in Tabelle 2 zusammengefalt.
Sind die erforderlichen Windungen, die alle
dicht nebeneinander liegen miissen, aufge-
bracht, ist an Anfang und Ende noch ca.
5 mm Drahtldnge hinzuzugeben. Bei den
Spulen aus Cu-Lack-Draht sind diese En-
den sorgfiltig vom Isolierlack zu befreien,
damit sie beim nun folgenden Einbau ein-
wandfrei angelotet werden konnen.

Die Induktivititen werden einseitig auf
einem SMD-Pad auf der Platinenobersei-
te befestigt, wihrend das andere Spulen-
ende durch die entsprechende Bohrung zu
stecken ist und auf der Lotseite sorgfiltig
mit der Massefldache verlotet wird. Das
Rastermal fiir die Spulen ist jeweils et-
was ldnger als die gewickelte Spule, was
zur Folge hat, dal die Spulen beim Einbau
etwas in die Lange gezogen werden miis-
sen. Dies ist bei den Silberdrahtspulen
auch zwingend erforderlich, da sonst die
nichtisolierten Windungen kurzgeschlos-
sen werden.

Nachdem die Bestiickung der Platine
nun soweit abgeschlossen ist, wenden wir
uns dem Einbau des Geritechassis in das
Gehause zu.

Gehéauseeinbau

Der Hochfrequenz-Signalgenerator HFG
9000 wird ausschlielich im hochwertigen
und robusten ELV-Metallgehiduse gelie-
fert. Den recht aufwendigen Gehéduseauf-
bau werden wir im folgenden nur kurz
beschreiben und verweisen hier auf die
detaillierte Anleitung in der dem Gerit/
Bausatz beiliegenden Bauanleitung, daeine
ausfiihrliche Beschreibung den Rahmen
dieses Artikels sprengen wiirde. Aus den
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gleichen Griinden werden wir die erforder-
lichen Abgleichmalnahmen nur kurz er-
lautern und auch hier in der Bauanleitung
eine genaue Vorgehensweise liefern.

An dieser Stelle weisen wir auf die Ge-
fahr durch die beriihrbare lebensgefihrli-
che Netzspannung hin.

Achtung! Aufgrund der im Gerit frei
gefiihrten Netzspannung diirfen Aufbau
und Inbetriebnahme ausschlieflich von
Fachkréften durchgefiihrt werden, die auf-
grund ihrer Ausbildung dazu befugt sind.
Die einschldgigen Sicherheits- und VDE-
Bestimmungen sind unbedingt zu beach-
ten.

Die Gehdusemontage beginnen wir mit
dem Vorbereiten der Riickwand. Hier wird
die Netzkabeldurchfiihrung mit Knick-
schutztiille eingeschraubt, durch die die
3adrige Netzleitung gefiihrt wird. Da die
Alu-Riickwand zusétzlich als Kiihlfliche
dient, sind die zu kiihlenden, auf der Zu-
satzplatine bestiickten Spannungsregler mit
entsprechenden Schrauben M3 x 8mm und
zugehorigen Muttern an der Alu-Riick-
wand zu befestigen. Die Regler IC 700,
IC 704 und IC 706 sind mit Hilfe von
Glimmerscheiben und Isoliernippeln iso-
liert zu montieren. Um eine gute Wirme-
ableitung gewihrleisten zu konnen, miis-
sen alle Regler vor der Montage mit Wir-
meleitpaste bestrichen werden.

Im nichsten Arbeitsschritt wird die Ba-
sisplatine in die vorbereitete Bodengruppe
des Metallgehiuses eingesetzt. Bevor die
Frontplatine und Frontplatte in die dafiir
vorgesehenen Fiihrungsnuten der Modul-
schienen einfiihrt werden, sind die Taster
auf der Frontplatine mit den Tastkappen zu
versehen.

Alsdann werden alle elektrischen Ver-
bindungen zwischen den drei Platinen (Ba-
sis-, Front- und Zusatzplatine) hergestellt.
Dazu wird zuerst die 230 V fiihrende Tra-
fo-Priméarwicklung (2 x gelb) angeschlos-
sen. Die abisolierten und verzinnten
Leitungsenden werden durch die Bohrun-
gen, ST 1 und ,,ST 2* gefiihrt und auf der
Leiterbahnseite sorgfiltig angelotet. Dann
fixiert der durch die dafiir vorgesehenen
Bohrungeninder Néhe der AnschluSpunkte
zu steckende Kabelbinder diese Leitungen
auf der Basisplatine (siehe Platinenfoto).

Die Flachbandleitungs-Verbindungen
sind anschlieend unter Beachtung derrich-
tigen Polung herzustellen. Als Orientie-
rungshilfe dienen dabei die Kennzeich-
nungen auf Stecker, Kabel und Platine: Die
rote Markierungsader der Kabel muf} mit
den Pin 1-Markierungen an den Stiftleisten
im Bestiickungsdruck iibereinstimmen.

Zum nun folgenden Anschluf3 der 3adri-
gen 230V-Netzzuleitung ist diese zuerst
auf einer Lange von 55 mm von der dufle-
ren Ummantelung zu befreien. Die braune
und die blaue Innenader werden dann auf

ELVjournal 5/97

35 mm gekiirzt, 5 mm abisoliert, und auf
jedendieser Leiter wird eine Aderendhiilse
aufgequetscht. Alsdann ist das Netzkabel
durch die Kabeldurchfiihrung mit Knick-
schutztiille in der Riickwand zu fiihren.
Mitder Zugentlastungsschelle, die mit zwei
von unten einzusetzenden Schrauben M3 x
12 mm und den zugehorigen Muttern mit
Facherscheiben festgezogen wird, ist die
Netzzuleitung auf der Basisplatine zu be-
festigen.

Die blaue und braune Innenader werden
aus Griinden der Geritesicherheit durch
die entsprechenden Fiihrungsbohrungen
gefidelt, bevor sie in die 2polige Schraub-
klemmleiste eingefiihrt und verschraubt
werden (siehe Platinenfoto).

Die Schutzleiterader wird an die PE-
Anschlufleinheit des Gehéduses angelotet.
Diese Leitung wird ca. 8 mm abisoliert,
durch die Ose des Lotanschlusses gesteckt,
umgebogen und anschlieend verlotet. In
gleicher Weise wird die 5 cm lange griin-
gelbe Leitung einseitig an die PE-Anschluf3-
einheit angeschlossen, wihrend das andere
ca. 5 mm abisolierte Ende durch die Boh-
rung ,,ST 0% gesteckt und auf der Platinen-
unterseite verlotet wird. Nachdem nun alle
elektrischen Verbindungen zwischen den
Platinen und der Netzanschluf} hergestellt
sind, kann die Inbetriecbnahme des HFG
9000 erfolgen.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Gerites be-
findet sich der HFG 9000 in seiner Grund-
einstellung. Dann sollten zuerst alle Netz-
teil-Ausgangsspannungen und die Refe-
renzspannungen ,,Uref_1%, ,,-3V_ref* und
,,»+10V_ref* iberpriift werden. Stehen die-
se Spannungen ordnungsgemal an, kann
der Abgleich erfolgen.

Eine genaue Abgleichanweisung wird
in der Bauanleitung des HFG 9000 gege-
ben. Zum Abgleich ist der Einsatz eines
Spektrum-Analysators, dereinen Frequenz-
bereich bis iiber 1 GHz in Verbindung mit
einer sehr guten Pegelgenauigkeit abdek-
ken muB3, als MeBinstrument unverzicht-
bar. Als weiteres Mefequipment sind ein
einfaches Multimeter und ein Oszilloskop
notwendig.

Im ersten Abgleichschritt ist der Ab-
stimmspannungsbereich korrekt einzustel-
len. AnschlieBend sind die Frequenzberei-
che der Oszillatoren zu iiberpriifen und
ggf. durch Veridndern der Spuleninduktivi-
tit zu korrigieren. Uberstreicht dann jeder
Oszillator seinen Soll-Frequenzbereich, ist
der Pegelabgleich vorzunehmen.

Dazu muf3 der Ausgangspegel iiber die
Pegeleinstellung auf Maximum vorgewéhlt
und dann auf einen tatsdchlichen Ausgangs-
pegel von +7 dBm abgeglichen werden.
Dieser Pegelabgleich muf3 sowohl im Fre-

quenzbereich 0,1 Hz bis 10 MHz, der mit
dem MAXO038-Baustein realisiert wird,
durchgefiihrt werden, als auch im Bereich
von 10 MHz bis 1040 MHz, wobei hier
dann die automatische Pegelregelung im
HF-Bereich ihre korrekte Soll-Wert-Vor-
gabe erhilt. Sind diese wichtigen Parame-
ter eingestellt, miissen noch die Signalpa-
rameter bei aktiver Modulation abgegli-
chen werden. Dazu muf} die Pegelabsen-
kung bei AM eingestellt werden, der Pegel
derinternen Modulationsquelle ist zu iiber-
priifen, und die Modulations-NF-Signale
sind in der Amplitude anzupassen, damit
die entsprechenden Modulationsgrade/Fre-
quenzhiibe erreicht werden.

Ist der Abgleich soweit abgeschlossen,
wird das Abschirmgehduse geschlossen.
Die Befestigung der Abschirmgehiuse-
Deckel geschieht dabei mit Hilfe der tiber
die abgewinkelten Kanten der Seitenteile
zu schiebenden Kunststoff-Profilschienen.

Endmontage

Ist der Aufbau nun soweit fortgeschrit-
ten, kann die Gehiduseendmontage erfol-
gen. Dazu wird nochmals der korrekte Sitz
der Frontplatte und der Frontplatine in den
Fiihrungsnuten der vorderen Modulschie-
ne und die richtige Lage der Alu-Riick-
wand in der hinteren Modulschiene ge-
priift.

Zur Erdung des Bodenblechs und der
Riickwand sind die vorkonfektionierten
Schutzleiter-Anschlulleitungen an die PE-
Anschluf3einheit anzul6ten. Auch hier miis-
sen die Kabel auf 8 mm abisoliert, durch die
Lotosen gefiihrt und anschlieBend unter
Zugabe von reichlich Lotzinn verlotet wer-
den. Weiterhin muf3 das Netzkabel, bevores
durch das Festziehen der Netzkabeldurch-
fithrung in der Riickwand fixiert ist, auf eine
entsprechende Linge zuriickgezogen wer-
den, wobei 1 cm mehr Leitungslidnge inner-
halbdes Gehiuses verbleibt, als dies minde-
stens erforderlich wire.

Bevor nun der Gehiusedeckel seitlich in
die beiden oberen Modulschienen einge-
schoben wird, ist auch dieses Gehiduseteil
tiber ein vorkonfektioniertes Schutzleiter-
kabel zu erden.

AnschlieBend wird die Gehdusemonta-
ge durch das Anschrauben des noch feh-
lenden Seitenteiles und der Alublenden
komplettiert. Mit Montage der Drehknop-
fe, die auf den beiden aus der Frontplatte
herausragenden und zuvor gekiirzten Po-
tentiometerachsen befestigt werden, schlie-
Ben wir den Aufbau dieses Hochfrequenz-
Signalgenerators ab.

Der somiteinsatzbereite HFG 9000 kann
nun aufgrund seines weiten Frequenzbe-
reiches, des umfangreichen Pegelbereiches
und der AM-und FM-Modulierbarkeit viel-
seitig eingesetzt werden.



